
Title (en)
Method of activating substrate surfaces for electroless metal plating.

Title (de)
Verfahren zur Aktivierung von Substratoberflächen für die stromlose Metallisierung.

Title (fr)
Procédé pour l'activation de surfaces de substrats pour la métallisation sans courant électrique.

Publication
EP 0081129 A1 19830615 (DE)

Application
EP 82110736 A 19821120

Priority
DE 3148280 A 19811205

Abstract (en)
[origin: US4764401A] A mild and simple process of activating substrate surfaces for the purpose of currentless metallization comprises using
organometallic compounds of elements of the groups 1B and 8 of the Periodic System of Elements whose organic moiety has at least one functional
group over and above the groups required for binding the metal are used for activation.

Abstract (de)
Eine schonende und verfahrenstechnisch einfache Methode zur Aktivierung von Substratoberflächen zum Zwecke der stromlosen Metallisierung
besteht darin, daß man zur Aktivierung metallorganische Verbindungen von Elementen der 1. und 8. Nebengruppe des Periodensystems der
Elemente verwendet, deren organischer Teil über die zur Metallbindung erforderlichen Gruppen hinaus wenigstens eine weitere funktionelle Gruppe
aufweist.
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